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• 将来の事象に係わる記述に関する注意： 本資料に記載されている情報, ならびに口頭で提供される情報は, 現時点で入手可能な情報をもとに, 当社が合理的であると判断した一定の前提に基づいております。これらは, 市況, 競争状況, 
半導体業界 ならびに自動車関連業界等の世界的な状況を含む多くの不確実な要因の影響を受けます。従って, 今後の当社の実際の業績が, 本資料に記載されている情報と大きく異なる場合がありますことをご承知おき下さい。

• 用語について：注記がある場合を除き, 半導体製造装置セグメントを「半導体」, 精密計測機器セグメントを「計測」, また親会社株主に帰属する当期純利益を「当期純利益」と記載します。
• 記入データについて： 記載されている金額や比率の情報は「億円」、またはパーセント(%)による要約表示を行っております。その為, 内訳の計が合計と一致しない場合があります。
• 監査について：本プレゼンテーション資料は, 監査法人による監査の対象外です。



@ TOKYO SEIMITSU

2025年度第3四半期累計期間連結業績
売上高は3Q累計で既往ピーク、営業利益・経常利益・受注高それぞれ前年同期比で増加
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前年同期比2025年度第3四半期(累計)2024年度第3四半期(累計)セグメント別業績
+8%873812受注高

半導体
製造装置

+12%868774売上高
+13%177156営業利益

+0pt(20%)(20%)(利益率)
+3%300292受注高

計測機器 +2%262258売上高
-7%3335営業利益
-1pt(12%)(14%)(利益率)

前年同期比2025年度第3四半期(累計)2024年度第3四半期(累計)全社業績(億円)
+6%1,1731,104受注高

+10%1,1301,031売上高
+10%209191営業利益

+0pt(19%)(19%)(利益率)
+10%217198経常利益
-22%141181当期純利益

+12%8576研究開発費
+32%8464設備投資

+8%4138減価償却費



@ TOKYO SEIMITSU

2025年度第3四半期連結業績
売上高・営業利益は前年同期比で増加、受注高は減少も高水準を維持
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前年同期比前四半期比3Q2Q1Q4Q3Q2Q1Qセグメント別業績
-12%-26%260349264265295246271受注高

半導体
製造装置

+19%-24%274359235361230323220売上高
+20%-36%53834087447833営業利益

+0pt-4pt(20%)(23%)(17%)(24%)(19%)(24%)(15%)(利益率)
+9%+9%1079895879891103受注高

計測機器 -2%-17%8510373113879576売上高
-29%-53%91851912158営業利益

-4pt-8pt(10%)(18%)(7%)(17%)(14%)(16%)(10%)(利益率)

前年同期比前四半期比3Q2Q
2025年度

1Q4Q3Q2Q
2024年度

1Q全社業績(億円)

-7%-18%366447359353392337374受注高
+13%-22%359462309474317418296売上高
+10%-39%6210146106579341営業利益

-1pt-5pt(17%)(22%)(15%)(22%)(18%)(22%)(14%)(利益率)
+2%-36%6710545101668843経常利益
-1%-29%456432754610036当期純利益

+16%-3%29302528252823研究開発費
-38%-66%15442539241228設備投資
+9%-1%14141213131312減価償却費



@ TOKYO SEIMITSU

半導体製造装置セグメント 業績推移
第3四半期の受注高は、概ね想定並み、生成AIを含むHPC需要が底堅く推移
(HBM向けの高水準の受注があった第2四半期からは減少)
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@ TOKYO SEIMITSU

計測機器セグメント 業績推移
第3四半期の受注高は既往ピークを更新、想定を上振れ(航空宇宙・防衛関連需要を獲得)
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@ TOKYO SEIMITSU

貸借対照表
固定資産・棚卸資産が増加、売上債権が減少、総資産は前期末比で横ばい
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固定資産
717 

686 730 

他 70 55 53 

棚卸資産
672 695 737 

売上債権
428 398 351 

現預金
368 

545 507 

2,255 
2,380 2,379 

2024年3月末 2025年3月末 2025年12月末

純資産
1,584 

1,762 1,809 

固定負債 211 
148 108 

他流動負債
282 

303 271 
買入債務 178 

167 190 
2,255 

2,380 2,379 

2024年3月末 2025年3月末 2025年12月末

<資産の部> <負債・純資産の部>
（億円） （億円）

(自己資本比率)
69.4％ 73.2％ 75.3％



@ TOKYO SEIMITSU
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@ TOKYO SEIMITSU

2025年度受注高

2025年度売上高・営業利益
2025年度通期業績予想前提、2026年度の考え方(⻘字:2月変更)
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半導体：HPC・中国ハイエンド向け需要が継続
計測：引き続き更新投資や充放電試験システムに加え、航空宇宙・防衛などの事業機会を捉える

半導体：引き続き生成AIを含むHPC案件の売上が貢献
計測：高水準を維持、下期は特に航空宇宙・防衛関連が堅調
利益：引き続き部材調達価格・経費等の上昇の影響を受ける

2026年度の考え方
半導体：引き続き生成AIを含むHPC案件が牽引、Hybrid Bondingの貢献も期待

 売上高は上期 < 下期、通期では市場成⻑に沿った増収を想定。上期の受注高は2025年度下期比増加を見込む
 Hybrid Bonding向けグラインダは2026年度下期以降の業績に貢献する想定を据え置き

計測：更新投資、航空・宇宙・防衛などの新規需要、ものづくり市場全般の回復を前提に緩やかな成⻑基調を維持
利益：付加価値を高め、コスト上昇圧力を可能な限り吸収 (中期経営計画(*1)の前提に沿った利益率改善を狙う)

(*1) 2025年度- 2027年度 中期経営計画
https://www.accretech.com/jp/ir/library/presentation/main/06/teaserItems1/00/linkList/00/link/MTP_2025_J_2.pdf



@ TOKYO SEIMITSU

2025年度通期業績予想
2025年11月4日に公表した通期業績予想を修正
(第4四半期の出荷・売上・経費計画を踏まえ上方修正)
前提為替レートは140円/ドルを据え置き (為替変動影響は軽微：円建て比率高)
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前回予想増減2025-4Q予2025-3Q2025-2Q2025-1Q2024-4Q2024-3Q2024-2Q2024-1Qセグメント別売上高
+5407274359235361230323220半導体製造装置
+51138510373113879576計測機器

前期比前回予想増減2025年度通期予想2024年度通期全社業績(億円)
---1,456受注高

+10％+101,6501,505売上高
+8％+5320297営業利益
-0pt±0pt(19％)(20％)(利益率)

+7%+5320299経常利益
-16%+10215256当期純利益

+16%±0120104研究開発費
+17%±0120102設備投資

+8%±05551減価償却費

-31円-222円253円1株配当(円)



@ TOKYO SEIMITSU

半導体製造装置セグメント– 売上・受注高半期見込
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@ TOKYO SEIMITSU

計測機器セグメント – 売上・受注高半期見込
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@ TOKYO SEIMITSU12

質疑応答 / Q&A



@ TOKYO SEIMITSU

Supplementary Data - 生成AIを含むHPC / HPC-related business incl. Gen.AI
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<売上高/Sales>

<受注高/Orders>

2025年度下期(2月予)
FY2026/3 2H (as of Feb.)

2025年度下期(11月予)
FY2026/3 2H (as of Nov.)

2025年度上期
FY2026/3 1H(前半期比増減率 / HoH Changes)

前半期比 +34% HoH前半期比 +66% HoH前半期比 +55% HoH生成AIを含むHPC 全体
HPC-related incl. Gen. AI

前半期比 +28% HoH前半期比 +4% HoH前半期比 +81% HoHうちロジック (生成AIを含む)
of which Logic (incl. Gen AI)

前半期比 +45% HoH前半期比 +158% HoH前半期比 +28% HoHうちHBM
of which HBM

30%後半 / HIgh-30%40%半ば / Mid-40%30%強 / Low 30%SPE売上高に占めるHPC関連の割合
HPC-related proportion of total SPE sales

2025年度下期(2月予)
FY2026/3 2H (as of Feb.)

2025年度下期(11月予)
FY2026/3 2H (as of Nov.)

2025年度上期
FY2026/3 1H(前半期比増減率 / HoH Changes)

前半期比 +4% HoH前半期比 -12% HoH前半期比 +24% HoH生成AIを含むHPC 全体
HPC-related incl. Gen. AI

前半期比 +79% HoH前半期比 +28% HoH前半期比 -11% HoHうちロジック (生成AIを含む) (*)
of which Logic (incl. Gen AI) (*)

前半期比 -44% HoH前半期比 -37% HoH前半期比 +65% HoHうちHBM
of which HBM

40%強 / Low-40%30%半ば / Mid-30%40%SPE受注高に占めるHPC関連の割合
HPC-related proportion of total SPE orders

• 変動が大きいため、四半期別の開示は行っておりません。 Due to significant volatilities, the Company does not provide quarterly forecasts. 
• 『生成AIを含むHPC全体』は、「うちロジック(生成AIを含む)」および「うちHBM」の合計です。「うちロジック(生成AIを含む)」には、ロジックデバイス向けプローバやAIパッケージング向けの加工装置の需要が含まれています。

なお、当社は製品の特性上、検査や加工がおこなわれる半導体デバイスの種別を特定することが困難であることから、生成AIに限定した分類は行っておりません。“HPC-related incl. Gen.AI” represents the sum of ‘of which Logic 
(incl. Gen.AI)' and ‘of which HBM’.  The ‘of which Logic (incl. Gen. AI)' encompasses businesses for probers for logic devices and assembly equipment for AI packaging. Note that due to the nature of our products, it is difficult to 
identify the specific types of semiconductor devices undergoing inspection or processing; consequently, the Company does not undertake classification limited solely to Generative AI.



@ TOKYO SEIMITSU

Supplementary Data - 製品別構成比半導体 / SPE Segment per Product
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@ TOKYO SEIMITSU

Supplementary Data - 製品別構成比計測 / Metrology Segment per Product
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<売上高 Sales> <受注高 Orders>

 汎用計測機器 Measuring Instruments
 自動計測機器 Auto Gages
 充放電試験システム Battery Testing Systems

 汎用計測機器 Measuring Instruments
 自動計測機器 Auto Gages
 充放電試験システム Battery Testing Systems



@ TOKYO SEIMITSU

Supplementary Data - アプリ別構成比半導体 / SPE Segment per Application
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<売上高 Sales> <受注高 Orders>

メモリ Memory
電子部品 Electronic Components
その他 Others

ロジック Logic
パワー半導体 Power Semi

メモリ Memory
電子部品 Electronic Components
その他 Others

ロジック Logic
パワー半導体 Power Semi



@ TOKYO SEIMITSU

Supplementary Data - アプリ別構成比計測 / Metrology Segment per Application
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<売上高 Sales> <受注高 Orders>

自動車 Auto
機械・機械部品 Machinery & Parts

航空機関連 Aero, etc.
その他 Others

自動車 Auto
機械・機械部品 Machinery & Parts

航空機関連 Aero, etc.
その他 Others



@ TOKYO SEIMITSU

Supplementary Data - 地域別構成比半導体 / SPE per Region
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日本 Japan
台湾 Taiwan

中国 China
韓国 Korea

東南アジア SEA
欧米 EU & North America

日本 Japan
台湾 Taiwan

中国 China
韓国 Korea

東南アジア SEA
欧米 EU & North America



@ TOKYO SEIMITSU

Supplementary Data - 地域別構成比計測 / Metrology per Region
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<売上高 Sales> <受注高 Orders>

日本 Japan
台湾 Taiwan

中国 China
韓国 Korea

東南アジア SEA
欧米 EU & North America

日本 Japan
台湾 Taiwan

中国 China
韓国 Korea

東南アジア SEA
欧米 EU & North America

(注) 取引顧客の国籍による分類であり、日本向け売上高・受注高には、第3国への輸出案件が含まれています。This data classifies based on customers’ nationality. Sales and orders for Japan include export transactions to third countries.



@ TOKYO SEIMITSU

Supplementary Data - セグメント別業績推移 / Segment Information
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四半期 Quarter会計期間 Fiscal Year
（百万円）
Million Yen 2026年3月期 FY2026/32025年3月期 FY2025/32025年

3月期
FY2025/3

2024年
3月期

FY2024/3

2023年
3月期

FY2023/3

2022年
3月期

FY2022/3 4Q3Q2Q1Q4Q3Q2Q1Q

25,96534,94526,37826,54429,45624,63127,081107,71386,08299,366152,896半導体
SPEO

rders

受
注
高

10,6619,7869,5238,7179,7819,08210,33637,91734,80236,96033,159計測
Metr.

36,62744,73235,90135,26239,23733,71337,417145,631120,885136,326186,056合計
Total

70,13471,54172,46669,63079,20572,78580,43369,63075,39889,371102,370半導体
SPEBacklog

受
注
残
高

17,25715,12315,66013,47016,03114,91115,36213,47012,60612,4289,904計測
Metr.

87,39186,66488,12783,10195,23687,69795,79683,10188,004101,799112,274合計
Total

27,37235,87023,54236,11823,03632,28022,046113,481100,055112,365101,145半導体
SPESales

売
上
高

8,52810,3237,33311,2788,6619,5327,58037,05334,62434,43629,556計測
Metr.

35,90046,19430,87647,39731,69841,81229,626150,534134,680146,801130,702合計
Total

5,3478,2974,0318,7224,4497,8243,31424,31119,89929,86624,698半導体
SPE

O
P

営
業
利
益

8671,8385491,9051,2201,4977685,3925,4084,6283,628計測
Metr.

6,21410,1364,58110,6275,6709,3224,08329,70325,30734,49428,327合計
Total

19.5%23.1%17.1%24.1%19.3%24.2％15.0%21.4%19.9%26.6%24.4％半導体
SPEO

P M
argin

営
業
利
益
率

10.2%17.8%7.5%16.9%14.1%15.7％10.1%14.6%15.6%13.4%12.3％計測
Metr.

17.3%21.9%14.8%22.4%17.9％22.3％13.8%19.7%18.8%23.5%21.7％合計
Total



@ TOKYO SEIMITSU

Supplementary Data - 損益計算書 / Income Statement
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四半期 Quarter会計期間 Fiscal Year
（百万円）
Million Yen 2026年3月期 FY2026/32025年3月期 FY2025/32025年

3月期
FY2025/3

2024年
3月期

FY2024/3

2023年
3月期

FY2023/3

2022年
3月期

FY2022/3 4Q3Q2Q1Q4Q3Q2Q1Q

35,90046,19430,87647,39731,69841,81229,626150,534134,680146,801130,702売上高 Net Sales

21,06327,41118,46827,60917,96024,75717,75388,08179,91784,96777,694売上原価 Cost of goods sold

14,83718,78312,40719,78713,73817,05411,87362,45354,76261,83453,008売上総利益 Gross Profit on Sales

8,6228,6477,8259,1598,0677,7327,79032,75029,45427,33924,681

販売費および一般管理費
Selling, general and   
administrative expenses

6,21410,1364,58110,6275,6709,3224,08329,70325,30734,49428,327営業利益 Operating profit 

60930913355539392879211,404965987営業外収益 Non-operating income

84-69252534-42253141684259162153営業外費用 Non-operating expenses

6,73910,5154,46210,1486,6328,8294,32929,93926,45335,29729,160経常利益 Recurring Profit

105853004,483104,493824103390特別利益 Extraordinary gains

-2,103-0157--158212,09934特別損失 Extraordinary losses

6,8448,4984,46510,1486,47413,3124,33934,27527,25533,30129,516
税引前利益
Profit before income taxes and minority interests

2,2682,0901,2282,5961,8703,3107548,5317,7919,6078,132
法人税等合計
Total Income tax and others 

392573929631106846257

非支配株主に帰属する四半期純利益
Net Profit attributable 
to minority interests 

4,5366,3823,2297,5124,5749,9963,55425,63719,37823,63021,326
親会社株主に帰属する当期純利益
Net Profit attributable to Owners of the Parent

112.74157.3279.77185.67113.07247.0987.89633.75480.49581.33522.52
1株当たり当期純利益(円)
Net Profit per Share（Yen)

-------628.31475.42575.62517.51

潜在株式調整後
1株当たり当期純利益(円)
Net Profit per Share  (diluted) (Yen)
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2026年3月期(3Q末)
FY2026/3(3Q)

2025年3月期
FY2025/3

2024年3月期
FY2024/3

2023年3月期
FY2023/3(百万円) (Million Yen)

50,68054,54136,78240,080
現金及び預金
Cash and cash equivalentsC

urrentAssets

流
動
資
産

35,08939,80942,80143,403
売上債権※1
Accounts Receivable※1

73,71769,51367,22553,482棚卸資産 Inventories

5,3355,4777,0227,005その他 Others

164,823169,341153,831143,972合計 Total

73,04368,61071,69365,060固定資産合計 Total Fixed Assets

237,866237,952225,524209,032総資産 Total Assets

18,98216,66517,84522,359買入債務※2 Accounts Payable※2C
urrent

Liabilities

流
動
負
債

27,10830,26828,15628,588その他 Others

46,09146,93346,00250,947合計 Total

10,83714,78921,09412,057固定負債合計 Total long-term liabilities

56,92961,72367,09763,004負債合計 Total Liabilities

180,937176,229158,427146,028純資産合計 Total Net Assets

237,866237,952225,524209,032負債・純資産合計 Total Liabilities and Net Assets

15,72020,08425,17114,191有利子負債合計 Total interest-bearing debt

75.3%73.2%69.4%69.0％自己資本比率 Equity Ratio(%)

-15.5%12.9%17.3％自己資本利益率 ROE(%)

※1: 電子記録債権、契約資産を含む
Incl. Electronically recorded monetary claims

※2: 電子記録債務を含む
Incl. Electronically recorded obligations-operating 
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2026年3月期(3Q末)
FY2026/3(3Q)

2025年3月期
FY2025/3

2024年3月期
FY2024/3

2023年3月期
FY2023/3（百万円）(Million Yen)

8,47310,3549,0428,542研究開発費 R&D expenses

8,40210,24511,6029,725設備投資 Capex

4,0735,1054,6733,832
減価償却費（のれんの償却を除く）
Depreciation（excl. Amortization of goodwill）

2026年3月期(上期)
FY2026/3(1H)

2025年3月期
FY2025/3

2024年3月期
FY2024/3

2023年3月期
FY2023/3（百万円）(Million Yen)

16,83728,8244,8921,000
営業活動によるキャッシュフロー
Cash flows from operating activities

-7,3372,541-10,563-8,421
投資活動によるキャッシュフロー
Cash flows from investing activities

9,50031,365-5,671-7,421
フリーキャッシュフロー
Free cash flows

-8,498-13,9911,616-2,174
財務活動によるキャッシュフロー
Cash flows from financing activities 

-158404755625
現金及び現金同等物に係る換算差額等
Adjustments

55,35954,51636,73640,036
現金及び現金同等物の期末残高
Cash and cash equivalents at the end of year

2026年3月期(3Q末)
FY2026/3(3Q)

2025年3月期
FY2025/3

2024年3月期
FY2024/3

2023年3月期
FY2023/3（人数）(# of People)

2,8892,7672,6582,468正社員合計 Total regular employees

1,3611,2581,2251,258
臨時従業員 年間平均雇用人員数 (※1) 
Average number of part-time employees, not included in the above figure

4,2504,0253,8833,726従業員合計 (※1) Number of employees

※1: 従前の補足資料では、臨時従業員数の期末の実数を表記しておりましたが、年間平均数に改めております。また従業員合計は、正社員合計人数と、期間平均臨時従業員数の単純合算です。
In previous supplementary documents  the number of temporary employees was given as the actual number at the end of each fiscal term. However,  this has been revised to the average number 
for each period.  Therefore, “Number of employees” is a simple sum of the total number of regular employees and the average number of temporary employees during the period.


